: . CJIIII 

CD bundesrepublik © Of f e ii I eg u n g ssc h r if t 

<§> DE 4431 605 A1 



D EUTSCH LAN D 




© Int. CI.*: 

H 01 L 21/60 

H 01 F 5/00 
G 06 K 19/077 
H 05 K 3/32 



DEUTSCHES 



© Aktenzeichen: 
© Anmeldetag: 
(43) Offenlegungstag: 



P 44-31 605.4 
5. 9.94 
7. 3.96 



PATENTAMT 


EV850817258 


© Anmelder: 

Siemens AG, 80333 Munchen, DE 


(72) Erfinder: 

Mundigl, Josef, Dipl.-lng.. 93182 Duggendorf, DE; 
Houdeau, Detlef, Dr.-lng., 12161 Berlin, DE 



< 

CO 
CO 

3 

LU 

a 



Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
© Chipkartenmodul fur kontaktlose Chipkarten und Verfahren zu seiner Herstellung 

© Chipkartenmodul mit einer auf einem Tragerkorper (1) 
angeordneten Antannenspule (5). daren Anschiusse (6) mit 
einem ebenfalls auf dem Tragerkorper (1) angeordneten 
Haibleiterchip (3) durch Bondkontakte verbunden sind. 




< 

CO 

3 

LU 

a 



Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder elngerelchton Unterlagen entnommen 

BUNDESDRUCKEREI 01.96 508 070/433 



3/30 



DE 44 31 

Beschreibung 

Bei kontakt- oder beruhrungslosen Chipkarten wird 
die zum Betreiben des in diesen enthaltenen Halbleiter- 
chips notwendige Energie uber zumindest eine Amen- 5 
nenspule zugefuhrt, wobei meistens eine transformato- 
rische Obertragung gewahlt wird. Auch der Datentrans- 
fer erfolgt uber diese Spule. 

Es sind dabei sowohl gedruckte, geatzte oder galva- 
nisch aufgewachsene Spulen in Streifenleiterform als i0 
auch gewickelte Lackdrahtspuien ublich, wobei als Ba- 
sismaterial fur solche Lackdrahtspuien Kupfer venven- 
det wird. 

Zur Verbindung der Spuie mit dem Halbleiterchip 
werden zuerst die Anschlusse der Spule durch z. B. Er- 15 
hitzen, Bursten, durch chemische Behandlung oder Ver- 
zinnen abisoiiert und dann z. B. durch Laserloten, Spalt- 
schweiBen, Ultraschall-SchweiBen, Wire-Wrap oder 
Kleben mit Siiberlackkleber kontaktiert. Zur Herstei- 
lung einer solchen Verbindung sind also jeweils eine 20 
Vielzahl unterschiedlicher Arbeitsgange bzw. Montage- 
schritte notig, die auch mehrere Maschinen zu ihrer 
Durchfuhrung erfordern. 

Aufgabe der Erfindung ist es, einen Chipkartenmodul 
fur eine kontaktlose Chipkarte, der einfach, kostengun- 2 5 
stig und leicht automatisierbar herzustellen ist, sowie 
ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Moduls an- 
zugeben. 

Die Aufgabe wird durch einen Chipkartenmodul ge- 
maB Anspruch 1 sowie ein Verfahren gemaB Anspruch 4 30 
gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind 
in den abhangigen Anspriichen angegeben. 

In erfindungsgemaBer Weise werden die Spulenan- 
schlusse direkt auf Kontaktfelder des Halbleiterchips 
gebondet. Der Bonder kann dabei direkt in den Draht- 35 
ftihrungskopf des Spulenwickelautornaten integriert 
sein, so daB alle Montageschritte mit einer Maschine 
durchgefiihrt werden konnen. In besonders vorteilhaf- 
ter Weise wird fur die Spule ein Aluminiumdraht ver- 
wendet. Dieser ist mehr als halb so leicht wie Kupfer 40 
und hat auch einen nur etwa halb so groBen Elastizitats- 
modul, so daB die fertige Karte eine geringere Steifig- 
keit hat. Diese Art des Dickdrahtbondens ist z. B. aus 
der Leistungselektronik bekannt und wird gut be- 
herrscht, so daB eine hohe Ausbeute erzielt wird. 45 

In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung ist der 
Halbleiterchip frei schwebend nur durch die Bondkon- 
takte gehalten in einer Ausnehmung eines Tragerkor- 
pers angeordnet, so daB er gut vor Bruch bei Biegebean- 
spruchung der Chipkarte geschutzt isL 50 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Aus- 
fuhrungsbeispiels mit Hilfe einer Figur naher erlautert. 
Die Figur zeigt dabei eine mogliche Ausfuhrungsform 
eines erfindungsgemaBen Chipkartenmoduls. 

Ein flacher Tragerkorper 1 aus flexibiem, nicht leiten- 55 
dem Material weist eine Ausnehmung 2 auf. In dieser ist 
ein Halbleiterchip 3 eingesetzt. Der Halbleiterchip 3 
weist zwei Kontaktfelder 4 auf, die gegeniiber den ubli- 
chen Chipkontaktfeldern durch z. B. eine Goldauflage 
vergroBert sind. Auf den Kontaktfeldern 4 sind die An- 6 o 
schlusse 6 einer Antennenspule 5 durch Bondkontakte 
befestigt. Dabei wurde der Draht, der in vorteilhafter 
Weise aus Aluminium ist, zunachst auf eines der Kon- 
taktfelder 4 gebondet, dann mittels des Fuhrungskopfes 
eines Drahtwickelautomaten, in den der Bonder inte- 65 
griert ist, in mehreren Windungen zu einer Spule gewik- 
kelt (in der Figur sind nur zwei Windungen dargestellt, 
es konnen aber auch mehr sein) und zum SchluB wieder 
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auf das andere Kontaktfeld gebondet. AnschlieBend 
wird der Halbleiterchip 3 mit der auf erfinderische Wei- 
se daran befestigten Spule 5 in die Ausnehmung 2 des 
Tragerkorpers 1 eingesetzt, so daB die Spule 5 auf dem 
Tragerkorper 1 angeordnet ist. Der Tragerkorper 1 
kann dabei die Lange und Breite einer fertigen Chipkar- 
te haben, so daB lediglich durch entsprechende Abdek- 
kungen des Tragerkorpers die Chipkarte fertiggestellt 
werden kann. Der Tragerkorper 1 kann aber auch kiei- 
nere Abmessungen als eine Chipkarte aufweisen, so daB 
er als Inlet in einen rahmenformigem Mittelteil der 
Chipkarte eingesetzt werden kann. 

Patentanspruche 

1. Chipkartenmodul mit einer auf einem Tragerkor- 
per (1) angeordneten Antennenspule (5), deren An- 
schlusse (6) mit einem ebenfalls auf dem Tragerkor- 
per (1) angeordneten Halbleiterchip (3) durch 
Bondkontakte verbunden sind. 

2. Chipkartenmodul nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Antennenspule (5) aus lack- 
isoliertem Aluminiumdraht besteht 

3. Chipkartenmodul nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Halbleiterchip (3) in 
einer Ausnehmung (2) des Tragerkorpers (1) ange- 
ordnet ist. 

4. Verfahren zur Herstellung eines Chipkartenmo- 
duls mit folgenden Verfahrensschritten: 

— ein Ende eines diinnen Drahtes wird auf ein 
erstes Kontaktfeld (4) eines Halbleiterchips (3) 
gebondet, 

— der Draht wird mittels des Bondkopfes in 
mehreren Windungen (5) gefiihrt, 

— der Draht wird auf eine zweite Kontaktfla- 
che (4) des Halbleiterchips (3) gebondet, 

— die eine Antennenspule (5) bildenden 
Drahtwindungen werden derart auf einen Tra- 
gerkorper (1) angeordnet, daB der Halbleiter- 
chip (3) in einer Ausnehmung (2) des Trager- 
korpers (1) schwebend von den Bondverbin- 
dungen der Drahtenden (6) gehalten wird. 
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